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苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：投 2022-02 

投资者关系活动类别 

 

特定对象调研        分析师会议 

媒体采访            业绩说明会 

新闻发布会          路演活动 

现场参观 

 其他（电话会议） 

参与单位名称及人员

姓名及时间 

2022 年 5 月 18 日  15:00-16:00 

东吴证券研究所: 周尔双、罗悦 

东吴证券: 彭翔远、夏瑜、吕奕寒 

东吴基金: 朱冰兵 

东吴自营: 黄诗涛 

Franklin Templeton 富兰克林邓普顿: 孙通 Tony 

Keywise: 方原 

Neuberger Berman 路博迈: Gabriel 柯子聪 

Prudence: 周浩 

RPower: 李一山 

宝盈基金: 李巍宇、张仲维 

北京信托: 王悦 

彬元资本: 陈海亮 

博时资本: 张学政 

承珞投资: 徐泯穗、胡慎 

翀云投资: 王亚飞、俞海海、邹晨 

大家资产: 卢婷 

淡水泉投资: 原茵 

东海资管: 卓楸也 

敦和资产: 张铎 

富国基金: 张富盛 



富兰克林: 饶呈方 

富荣基金: 毛运宏、李延峥 

高毅资产: 姜思辰 

观富资产: 巫丽敏 

光大保德信基金: 陈飞达 

广发基金: 朱平 

国联安基金: 李阳东 

国寿安保基金: 孟亦佳 

国泰基金: 谢泓材 

国投瑞银: 钟婷霞 

海富通基金: 刘海啸 

海通资管: 邵宽 

鹤禧投资: 司岩 

恒识投资: 刘文可 

恒越基金: 张凯、吴荻 

珩生资产: 陈少杰 

厚新健投: 张志 

华安财保: 庞雅菁 

华创自营: 张池、甘宗卫 

华融证券: 杜汉颐 

华泰资管: 刘振超 

华夏未来: 薛浩洲 

嘉实基金: 王凯 

交银施罗德: 郭若 

玖鹏资产: 窦金虎 

开源自营: 彭逸辰 

凯读投资: 邹莹、杨琳、汪质彬 

凯丰投资: 黄杨 

考铂投资: 应晓立 



蓝藤资本 parantoux: Bob Hu 

明河投资: 卢尧之 

鹏华基金: 罗政 

平安养老: 王朝宁 

平安资管: 陶阳 

璞远资产: 魏来 

筌笠资产: 郑峰 

睿亿投资: 黄文昊 

景熙资产: 胡瑞丽 

睿柏投资: 劳逸华 

上海信托: 刘白 

上投摩根: 薛晓敏 

上银基金: 马小东 

韶夏资本: 曾洋洋 

珞珈方圆: 费春生 

泰康资产: 黄成扬 

途灵资产: 赵梓峰 

万家基金: 张希晨 

信银理财: 宁  宁 

兴证全球基金: 沈度 

涌竹投资: 郑重 

禹合资产: 丁凌霄 

远信投资: 袁迦昌 

长信基金: 孙亦民 

招银理财: 朱壮明 

中金资管: 金宾斌 

中科沃土基金: 黄艺明 

中实投资: Sarah 

中信保诚基金: 胡喆 



中信资本 : 高亮 

中植资本: 李树伟 

地点 公司三楼办公室（电话会议） 

上市公司接待人员姓

名 

董事长、总经理 王彩男 

副总经理、董事会秘书 杨曙光 

投资者关系活动主要

内容介绍 

 

1、2021 年及 2022 年第一季度经营情况解读（整体

业绩、各版块增长，客户及订单，其他亮点）？2022 年

第一季度收入端及利润率较 2021 年第四季度环比下降原

因？对 2022 年第二季度及全年展望？ 

答：公司 2021 年度营收、净利润均实现较大幅度增

长，主要受益于国内良好的疫情管控、营商环境，和公司

多年来在各个行业的能力积累与提升。公司抓住了市场机

遇，较好的实现了公司的年度经营目标，包括公司 2022

年一季度经营业绩同比仍在继续增长，未来公司会继续关

注产业行情，紧跟市场节奏，努力实现公司持续健康发展。 

2021 年，公司进一步优化并提升产能，除轨道交通

领域外，其他业务领域收入均实现增长。 

公司 2022 年一季度收入环比下降，主要是由于春节

假期、本地及周边疫情等影响，生产及客户验收确认进度

有所放缓。截至目前，公司主要客户订单仍保持良好的发

展态势。敬请关注各定期公告。 

2、公司在手订单规模及同比增长？客户从下订单到

公司确认收入的订单确认周期？2022 年晶圆产能仍吃

紧，公司对 2022 年订单情况的展望？ 

答：公司一季度销售实现同比增长，在手订单增长态

势和生产、经营情况均良好。 

公司订单由于客户不同、产品不同，生产周期各不相

同，加上客户的下单方式、交付地点不同，从接收订单、

组织生产到按通知交付验收并实现收入等，均能够良好的



满足客户的需求。从生产周期来看，一般在 2-6 周。从接

收订单到实现收入，短的 1 个月，长的可能需要数月。 

在晶圆产能仍然吃紧的背景下，根据相关市场报道，

全球各大晶圆厂商正加速推进扩产，为半导体设备及其上

游结构件等合作供应商带来了持续的需求。公司将持续挖

掘产能，并通过马来西亚子公司及“半导体设备等领域精

密金属部件智能化生产新建项目”等募投项目的投资扩

产，满足下游订单需求。 

3、公司以超科林、ICHOR 等外资客户占半导体收

入 7 成，外资客户的份额及订单增长情况？内资客户份额

仅个位数，国产替代空间大，国产客户订单增长情况？ 公

司 2021 年以来新客户拓展情况（如捷普），体量有多大，

对后续合作空间展望？ 

答：全球半导体设备市场长年由国外厂商所主导，公

司有幸较早进入国际半导体设备供应链。半导体设备领域

是公司重点发展的业务领域。随着国际形势的变化，国内

的半导体产业也逐步发展，公司也在顺势积极开发国内客

户。 

近年来，半导体设备领域行业整体需求旺盛，公司的

外资及内资客户收入和订单趋势均呈上升态势，公司持续

通过多种渠道和方式优化产能和提升产能，以满足外资和

内资客户的需求。 

通过 IPO 和再融资募投项目以及马来西亚子公司的

建设，公司产能将实现跨越增长，进一步增加对半导体设

备等核心发展领域国内外客户的供应能力。 

半导体整个制造过程主要包括芯片设计、晶圆制造和

封装测试三大环节，其中仅晶圆制造环节就需要热处理

（氧化、扩散、退火）、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉

积、清洗、抛光等多道工序，每一道工序的设备都需要用



到很多精密金属结构件。 

在新客户、新产品开发方面，公司每年均有新增国内

外客户。半导体设备领域客户的特点是进入供应链的产品

验证周期较长，去年开发的一些新客户或新产品有一些已

经开始稳定批量供货，并在年度业绩中已经发挥了其重要

的价值作用；有一些在试制阶段，未来有望实现批量销售。 

综合来看，近年半导体设备等业务领域的国内客户销

售收入以较大增幅增长，受益于持续增长的半导体设备市

场规模，未来仍有较大的发展空间。 

4、半导体产业链供给紧张，核心关注产能，公司对

2022 年产能提升规模整体判断、分季度看产能提升节

奏？（例如：①人员提升情况及加班情况；②设备购置预

计增加多少产能、何时投产？③马来西亚子公司产值规

划、目标客户，预计今年产能释放节奏？④募投土地投资

5 个亿，产值规划及投产节奏？） 

答：2021 年公司主要通过适当增加生产人员调整班

次、完成了对部分技术进行改造、适当租赁场地等方法来

综合增加产能，实现了 2021 年的业绩增长。  

在 2022 年的产能释放方面，公司一方面在继续采取

前述增产措施的同时，加大设备投入，加强智能化柔性生

产管理，进一步提升运营效率；另一方面加大对马来西亚

子公司的支持力度，持续增加投入，预计今年能实现部分

量产，明年可实现达产。目前，马来西亚子公司主要服务

客户在东南亚的订单需求，包括新客户的开发。另外，公

司将继续通过优化产能在各业务领域的分布，以满足国内

外半导体设备等领域客户的订单增长需求。通过这些有效

的扩产措施，公司有信心实现持续发展。 

在募投土地产值规划及投产节奏，公司为了满足良好

的市场需求和后续的战略布局需要，在苏相合作区新购置



土地 50 亩，总投资 5 亿元。一期投资 3.8 亿元，用于“半

导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”，预

计项目建设期两年、达产期四年。项目达产后，公司半导

体设备等领域的产能将大为改善。另一期投资 1.2 亿元，

拟投资于“新能源等领域高端装备精密金属部件生产新建

项目”，以进一步满足新能源及储能结构件产品的下游需

求。 

项目具体投资进展情况，敬请关注公司公告。 

5、公司在苏州，主要客户在新加坡和上海，疫情及

国际海运紧张对公司一二季度生产、交付的影响？原材料

价格上涨，对利润率的影响？ 

答：本轮疫情对公司的生产和交付影响较小。本轮疫

情已趋于稳定并好转，对公司后续生产和产品交付不构成

明显不利的影响。同时，公司在积极落实疫情防控相关措

施，保障生产不间断；并加强与物流供应商的联系合作，

保障公司物流顺畅。 

公司通过加强供应商管理、询价比价，以及适当备货

等方式，降低原材料价格上涨对公司利润水平的影响。公

司原材料价格上涨对利润的影响均在可控范围内。 

6、组装：公司组装业务是做什么？国内半导体设备

组装业务之前是客户自己做，还是有其他供应商做？公司

对组装业务的展望？ 

答：公司的组装业务模式：是按照客户采购设备部件

单元或整台设备的定制需求，公司通过自制部分结构件、

金工件+购进其他零部件+电器、电子元器件等，由公司装

配成一个具有某些功能的部件单元或整台设备的一种业

务。该业务是公司顺应市场和部分客户的需求，现有结构

件精密制造业务在产业链上的自然延伸，有利于提升公司

在核心板块供应链中的价值份额，符合公司长期战略规



划。 

组装业务的展望：随着更多领域的大公司对其生产制

造过程的价值链的考虑，对生产细分，正准备或已经将原

由其自身完成装配的业务转移出去给具备相应技术能力

的合格供应商；也有部分企业处于综合制造成本优先的考

虑，将部分装配业务委托出去。这些新的业务合作模式正

在形成，未来很可能形成一个新的细分行业。 

公司深耕半导体设备、新能源及电力设备、医疗器械、

通用设备等业务领域多年，在市场上具备一定的先行优

势，拥有成熟精益的结构部件定制化精密制造经验、稳定

的优质客户渠道以及良好的市场声誉，且已经积累了组装

所需的相关技术和生产管理能力，具备开展组装业务相关

技术和市场资源基础。 

7、公司定位中高端结构件制造，有机会的下游都可

以去做，2021 年第三季度新开发储能结构件业务，去年

收入规模、客户及竞争对手情况？公司对储能结构件业务

的展望？华亚还有哪些看好的新领域，后续可能拓展？ 

答：储能业务是近几年发展起来的新兴业务，发展态

势良好，该业务 2021 年已实现量产，实现千万级收入； 

储能是全球构建以新能源为主体的新型电力系统、促

进能源绿色低碳转型、实现“碳达峰、碳中和”目标、保

障我国能源安全的重要装备基础和关键支撑技术。进入

2021 年，储能行业迎来快速发展，政策推出速度显著加

快，我们认为在政策推动下，储能正在从过去的“可选

项”变为未来电力系统的“必选项”，储能结构件市场需

求有望相应快速增长。 

公司密切关注新能源及储能业务领域发展动向，凭借

在相关精密结构件制造方面充足的技术能力和丰富的制

造经验，持续拓展市场份额。对于公司有能力、有机会的



下游领域，公司都将密切保持关注，通过产能扩张，适时

拓展新的业务领域。比如，新能源汽车、精密焊接、航天

航空等高端领域和新兴产业。 

8、华亚目前只做半导体设备中刻蚀机、薄膜沉积，

其他设备结构件是哪些公司在做？华亚目前新产品在研

情况（光刻机、清洗机）？拓展其他品类是否顺利（如技

术难度、客户验证周期）？ 

答：半导体设备泛指用于生产各类半导体产品所需的

生产设备，属于半导体产业链的核心环节。半导体芯片制

造过程复杂，技术难度高，且产业链长，使得半导体设备

的供应不会被一家或几家制造商全产业链垄断。不同类型

的设备往往由不同的客户来生产，比如有专业生产氧化炉

的客户，有专业生产刻蚀机的客户，有专业生产薄膜沉积

设备的客户等等。 

目前大部分高端半导体设备仍由美国、欧洲、日本、

韩国等海外公司研发和制造。据我们所知，半导体设备结

构件整体上主要由海外供应商提供，有严格甚至苛刻的准

入条件。 

精密金属制造技术为基础制造技术，不同设备结构件

的制造工艺存在共同性。对于其他设备结构件产品，公司

已有相应的研发积累和客户拓展，部分产品已实现销售或

通过客户验证。 

半导体设备领域是公司的长期核心发展领域，随着募

投项目逐步投产，公司产能规模提升，公司将根据产品开

发和客户需求情况，进一步丰富和优化半导体设备领域具

体结构件产品的结构。 

9、半导体设备结构件领域，华亚是做得最大、种类

最齐全的，目前看不到可比公司。从竞争格局看，华亚之

前半导体设备结构件是哪些企业在做？华亚为什么可以



吃掉这部分订单，竞争优势是什么？ 

答：在公司布局进入之前，相关半导体设备结构件的

供应链主要由客户的海外供应商参与。 

公司布局较早，并持续深耕于半导体设备等业务领

域，公司多年形成的经验、技术、工艺、品牌、品质得到

客户认可并进入一些优质客户供应商名单，客户关系稳

定，为公司在半导体领域的拓展奠定了坚实的基础。 

公司能顺利进入半导体设备行业从事精密金属结构

件的制造，主要竞争优势在于： 

（1）公司拥有精良的生产设备，具备集精密焊接、

表面处理和精密机械加工等多类、齐全的精密金属制造核

心技术，能够为客户提供一系列的专业精密金属制造解决

方案，并能从自身专业角度给予客户结构设计相关建议、

改良方案等； 

（2）公司具备开发和生产定制化、工艺复杂、小批

量、多品种等产品的能力，能够快速反应满足客户需求； 

（3）公司专业从事精密金属制造已经超过 20 年，积

累了成熟的设计、生产、制造技术，并建立了一支经验丰

富的技术人才队伍，能适应行业技术进步。 

附件清单（如有） 无 

日期 2022 年 5 月 18 日 

 


